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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte
bien I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a I’éta-
blissement des éditions révisées et aux mises & jour peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

@® Bulletin de la CEI
Publié trimestriellement

@® Rapport d’activité de la CE1

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

@ IEC Bulletin
Published quarterly

® Report on IEC Activities
anlishgd_ygarly

Publié ga‘[;nuzlhmzrf
® Catalogye des publications de la CEI

Publié apnuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont| définis ici les termes spéciaux se rapportant a la
présente publication.

En ce qui| concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera éI Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-

technique Infernational (V.E.L), qui est établie sous £
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, 1
ral étant publié séparément. Des détails complets sur le
peuvent étre [obtenus sur demande. .

Symboles Taphiques et littéran
S

Seuls les [symboles graphique
inclus dans 13 présente publication.

Le recueil|complet d
la CEI fait l{objet de la Pu

Les symbo
font I'objet d

Autres publi
Comité d’Fjt

L’attentior] du lécteur esDattipé
qui énumere fes dutres publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etut a—étabtt - toath

f this publication

bd to IEC Publi-
tabulary (LLE.V.),

ers each dealing
1 published as a
will be supplied

Only special graphical and letter symbols| are included in
this publication.

The complete series of graphical symbols japproved by the
IEC is given in IEC Publication 117.

Letter symbols and other signs approved |[by the IEC are
contained in IEC Publication 27.

Other IEC publications prepared by th¢ same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the ingide of the back
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SPECIFICATION RELATIVE

AUX COMPOSES RESINEUX POLYMERISABLES SANS SOLVANT
UTILISES COMME ISOLANTS ELECTRIQUES

Premiére partie : Définitions et conditions générales
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SPECIFICATION FOR SOLVENTLESS POLYMERISABLE RESINOUS
COMPOUNDS USED FOR ELECTRICAL INSULATION

Part 1: Definitions and general requirements

FOREWORD

1) The formal|decisions or agreements of the | EC on technical matters, prepared by Technical Cotami ich\all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearl i i Snal
consensus ¢f opinion on the subjects dealt with.

that

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted R
sense.

3) In order td promote international unification, the IEC expresses the wish_that™a i ge opt
the text of fhe IEC recommendation for their national rules in so far asdationa diti i t. Any diverj:,nce
between the IEC recommendations and the corresponding nationa e s possible, be clgarly
indicated if the latter.

. This reco oM , Specifications, of 1EC Techpical
Committee 1) i '

A first dra
draft, docum
Six Months’

in 1970. As a result of this meeting, a final
ational Committees for approval undey the
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Japan Yugoslavia
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SPECIFICATION RELATIVE
AUX COMPOSES RESINEUX POLYMERISABLES SANS SOLVANT
UTILISES COMME ISOLANTS ELECTRIQUES

Premiére partie : Définitions et conditions générales

INTRODUCTION

La présente recommandation fait partie d’une série traitant des composés résineux polymérisables
sans solvant utilisés comme isolants électriques. .

Cette série comportera trois parties décrivant les:

1) Définitions et conditions générales.
2) Méthodes d’essai.
3) $pécifications pour matériaux particuliers.

1. | Objet
ou plusieurs
, semi-solide
Hanes. Des composés doivent, d¢ toute fagon,
dre. Ils doivent durcir|(polymériser
Qmipatts, sany perte de substances volatiles; d’autre
2Iurcissement.

prmes tels que résines de couléd, vernis sans
solvant, composés d’¢ : kti . s » résines d’imprégnation 100 %; solides, composés

t2

Désignatj

L’appellatig 5 S omeére.

‘Au besoin, ces codes peuvent étre utilisés pour abréger les descriptions.

D’autres matériaux et symboles seront ajoutés si la nécessité s’en fait sentir.

Ces matériaux peuvent étre répartis en deux classes:

1) durcissant a chaud;
2) durcissant a la température ambiante.

Ces classes peuvent encore se fractionner en deux types:

1) avec charges;
2) sans charges.

On peut décrire les produits comme étant rigides, flexibles ou élastomeres.
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SPECIFICATION FOR SOLVENTLESS POLYMERISABLE RESINOUS
COMPOUNDS USED FOR ELECTRICAL INSULATION

Part 1: Definitions and general requirements

INTRODUCTION

This recommendation is one of a series which deals with solventless polymerisable resinous compounds

for electrical insulation.

1) Definitiops and general requirements.
2) Methods|of test.
3) Specifications for individual materials.

1.

The series|will hiave three patts describing:

Scope

This ifally

reactive S or
liquid 1 able
of bein hout
pressur: juire
heating

Thest ding
compot and
coating[powders.
Designgtion Q

lesignation 'tion

The 3ssociated code letters may be used to abbreviate the description when necessary.

Further materials and symbols will be added if the need for them becomes apparent.

These materials can be sub-divided into two classes:
1) heat curing;
2) room temperature curing.
These materials can be further sub-divided into two types:
1) filled;
2) unfilled.

Products may be described as rigid, flexible or elastomeric.


https://iecnorm.com/api/?name=1383cd2f918f736fbb464774727cb819

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Définitions

Composés polymérisables de base

Les définitions relatives & ces produits figurent dans la Recommandation ISO/R 472.

Résines de coulée

Composés liquides a verser dans un moule ol a été placé le composant électrique ou électronique.
Le produit obtenu aprés démoulage ne nécessite aucun support. Si I’on utilise des composés a faible
viscosité, on pourra également obtenir de bons résultats dans I'imprégnation des bobines et autres .
composants semblables, surtout si I'on fait appel aux processus de traitement sous vide ou/et sous
pression.

Composés d’encapsulage ou composés d’enrobage

s composés
es) spéciales

Composés a appliquer par trempage (haute viscosité) ou par
sont généralement fortement chargés ou munis de propriétés
et ne conviennent guére pour I'imprégnation des fils minge

« Potting compounds »

Composés & appliquer par coulage, mais il s’agi : 2 chniqués faisant| appel a des
Péquipement.

Résine d’imprégnation

Composés sans solvant destinés eshni ‘application par coulage ou trempagg; leur indice
de viscosité est générale ’ résine dans

Résines d’égoutte
Résines [

nt réactives,
i¢n ou revéte-
4 une tempé-

Conditions générales

Tous les matériaux appartenant a un lot déterminé seront de la méme qualité et auront des propriétés
spécifiques uniformes, dans les limites de la troisi¢éme partie de la présente spécification, ceci pour la
totalité du lot expédié. Ces matériaux, convenablement emmagasinés dans un récipient hermétiquement
fermé, pendant six mois au maximum, sous des températures ne dépassant pas 30 °C sauf spécifi-
cation contraire, ne devront pas €tre détériorés au point de ne plus étre conformes aux conditions
exposées dans la présente spécification.
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3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

Definitions

Basic polymerisable compounds

The definitions for these products are to be found in ISO Recommendation R 472.

Casting resins

Compounds in a liquid state which are poured into a mould, in which is mounted the electrical or
electronic component. The product so obtained, when removed from the mould, has a self-supporting
function. With low viscosity compounds it is also possible to obtain satisfactory impregnation of coils,
etc., especially if vacuum and/or pressure techniques are used.

Encapsilating compounds or embedding compounds -

Compounds which are applied by dipping (high viscosity) or are applied as'a
techniqfie. They are normally highly filled or endowed with
(thixotrppy) and are not expected to provide impregnation of fingwi

Potting

here
ent.

Comy
inexpensi

Impregr

Solve sity

Trickle|resins
Impr¢gnating re@ 2

Coating powders

This lied
by coatfi ly,
the pov psin.

For fing

General requirements

All materials in any one consignment shall be of the same quality and have the specified properties,
within the limits of Part 3 of this specification, for the entire shipment. When properly stored in a
sealed container for a period not to exceed six months, at temperatures not to exceed 30 °C unless
otherwise specified, the materials shall not be adversely affected to such an extent as to cause them
to fail to meet the requirements of this specification.
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